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Die Erfindung betrifft eine alkalische Atzlosung fiir 
Kupferoder Kupferlegierungen, enthaltend 

a) Metall- oder Ammoniumchlorit 

b) Metall- oder Ammoniumcarbamat 

c) Ammoniak oder aliphatisches Amin oder alipha- 
tisches Polyamin 

Eine selektive alkalische Atzlosung fur Kupfer ist aus 
der US-PS 38 44 857 bekannt Diese Atzlosung besteht 
aus dem Alkalimetall- oder Ammoniumsalz einer Chlor- 
sauerstoffsSure. insbesondere aus Natriumchlorit. Kup- 
feraniminchlorid, einem Ammoniumsalz als Puffer und 
Ammoniak in einer Menge, dafi ein pH-Wert von 8 bis 
12erreicht wind. 

Eine weitere alkalische Atzlosung fur Kupfer wird in 
der US-PS 39 19 100 beschrieben. Diese Atzlosung ent- 
halt Kupferionen. Sulfamationen und Ammoniumionen 
bei einem pH-Wert von mehr als 7. vorzugsweise 8 bis 

Bel Atzlosungen, die wie die vorgenannten eine am- 
monialkalische Cu(II)-Chlorid-Ldsung enthalten. be- 
steht die Gefahr. daB auBer Kupfer auch Nickel ange- 
f riffen wird. Die Selektiviat gegenuber Nickel und die 
Atzgeschwindigkeit sind pH-abhangig. Weiterhin kann 
ein dichter. schwer loslicher CuQ-Uberzug auf der zu 
atzenden Kupferschicht den weiteren Angriff des Atz- 
mediums verhindern. Selbst wenn man die Atzbedin- 
gungen. vor allem den pH-Wert und die Verweilzeit des 
zu atzenden Gegenstands im Atzbad streng kontrollieri, 
muB damit gerechnet werden, daB zugleich Nickelteile 
angegriffen werden. 

Im Fall, daB Kupferlegierungen, z. B. Messing oder 
Bronze abgeatzt werden sollen, versagen diese Atzlo- 
sungen vdliig, vor allem wenn Blei als Legierungsbe- 
standteil anwesend ist 

Die bekannten sauren Atzldsungen fQr Kupfer auf 
der Basis von Eisenchlorid, etwa nach der DE-OS 
36 23 504, sind gegenuber Nickel nicht selektiv. 

Aufgabe der Erfindung ist, eine selektive Atzlosung 
fiir Kupfer oder Kupferlegierungen vorzuschlagen, die 
die Nachteile der bekannten Atzldsungen nicht aufweist 
und die insbesondere die Oberflache von Nickelgegen- 
standen durch Abtrag oder Korrosion nicht verschlech- 
tert. Die Atzl5sung soil ferner auch Kupferlegierungen, 
die Blei enthalten, sowie Messing und Bronze auflcJsen 
konnen, ohne daB Nickel angegriffen wird. Die Atzld- 
sung soli frei von Kupferionen sein. so 

DemgemaB wurde die eingangs definierte Atzlosung 
gefunden. 

In den Unteranspruchen werden besonders geeignete 
Atzldsungen sowie eine besonders bevorzugte Anwen- 
dungsmoglichkeit beschrieben. 

Vorzugsweise werden die erfindungsgemaBen Atzld- 
sungen bei der galvanischen Abformung von Mikro- 
strukturkorpem angewendet 

Hierbei wird ein mikrostrukturierter Kdrper, der 
durch Bestrahlen mit Rdntgenstrahlung und anschlie- 
Bendem Herausldsen der bestrahlten Bereiche herge- 
stellt wurde. abgeformt 

Der mikrostrukturierte Kdrper besteht aus einer 
Grundplatte, auf der sich Mikrostrukturen aus einem als 
Rdntgenresist geeigneten Polymerkunststoff erhebea 
Der Strukturgrund besteht aus Metall und wird zur gal- 
vanischen Abformung aJs Kathode geschaltet, so daB 
sich zwischen den Mikrostrukturen und auch darOber 



hinaus ein geeignetes Metall. insbesondere Nickel, ab- 
scheiden kann. Damit der entstandene Nlckelkdrper 
leichter von dem mikrostrukturierten Kdrper getrennt 
werden kann, wird dessen Strukturgrund mit minde- 
5 stens einer Trennschicht Uberzogen. Hiufig wird auf 
dem Strukturgrund zuerst eine sehr dunne Goldschicht 
abgeschieden, die anschlieBend mit einer Kupferschicht 
uberzogen wird. 
Nach der galvanischen Abformung des auf diese Wei- 
10 se vorbereiteten mikrostrukturierten Kdrpers mit Nik- 
kei wird der entstandene Nickelkdrper abgetrennt Die- 
ser Nickelkdrper weist auf den Stirnflachen seiner Mi- 
krostrukturen die oben erw^nte Kupferschicht und 
Reste der Goldschicht auf. Da solche Nickelkdrper 
15 Werkzeuge darstellen kdnnen, von denen eine hohe 
Prazision, insbesondere eine glatte und unbeschadigte 
Oberflache gefordert wird, muB die Kupferschicht auf 
eine Weise entfernt werden, daB die darunterliegende 
Nickeloberflache nicht angegriffen wird 
20 Hierzu sind die erfindungsgem^en Atzldsungen sehr 
gut geeignet 

Neben reinem Kupfer kdnnen auch seine Legierun- 
gen, insbesondere Messing und Bronze, die ihrerseits 
auch Blei enthalten kdnnen, sowie bleihaltiges Kupfer 
25 mit gleicher Selektivitat von der Nickeloberflache ent- 
fernt werden. 

Ein wesentlicher Vorzug der erfindungsgemSBen 
Atzldsungen besteht In der stark vereinfachten ProzeB- 
kontrolle des Atzvorgangs. 
30 Es reicht vdllig aus, die Atzlosung vor ihrer Verwen- 
dung auf einen pH-Wert von ungefahr 9 bis U, vorzugs- 
weise 10 einzustellen; eine Kontrolle und Nachregulie- 
rung des pH-Werts wlhrend des Atzvorgangs ist Cber- 
fliissig, solange die Atzldsung im OberschuB eingesetzt 
35 wird. Auch die Konzentration des Chlorits und des Car- 
bamats braucht nicht Oberwacht zu werden. Ferner mufl 
die Verweilzeit des zu behandelnden Gegenstandes in 
der Atzldsung nicht kontrotliert werden, da auch nach 
langen Atzzeiten Nickel nicht angegriffen wird. 
40 Als Endpunktkontrolle bietet sich an, den Konzentra- 
tionsanstieg des Kupfers in der Atzldsung zu verfolgen. 

Sobald die Kupferkonzentration nicht mehr ansteigt, 
ist die Reaktion beendet Erleichtert wird diese End- 
punktkontrolle durch die Tatsache, dafi die Atzldsung 
45 selbst kein Kupfer enthalt 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Durch- 
fQhrungsbeispielen niher erl^utert 



Beispiel t 



Prazise gewogene Plattchen aus Reinstkupfer und 
aus verschiedenen Kupfer-Zink-Legierungen (auch blei- 
haltig) und Kupfer-Zinn-Legierungen wurden nach ei- 
ner mechanischen Bearbeitung auf einer Ultrafrase bis 
55 auf Ra < 0.15 jim mit Nickel einseitig galvanisch be- 
schichtet 

Das Kupfer wurde danach mit der nachfolgend be- 
schriebenen Atzldsung entfernt: 

In vollentsalztem Wasser wurden geldst: 
60 30 g/l Natriumchlorit NaCI02, sowie, 

122 g/l Ammoniumcarbamat (NH4)(OCONH2). 

Der pH-Wert wurde mit NHj-Ldsung auf ca. 10 ein- 
gestellt 

Die Behandlung erfolgte bei Raumtempcratur iiber 
65 einige Stunden, bis die gemessene Kupferkonzentration 
der Ldsung konstant blieb. Nach AbschluB der Atzbe- 
handlung wurde die Probe emeut gewogen und so der 
Nickel-Abtrag QberprOft Dabei lieB sich kein Abtrag 
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feststellen. Eine Untersuchung der Atzldsung auf Nik- 
kelionen verlief ebenfalls negativ. Die am Rasterelek- 
tronenmikroskop durchgefuhrte Kontrolle der Nickel- 
oberflache auf Korrosipnsspuren lieQ keinen Angriff 
der Atzldsung erkennen. 5 

Beispiel 2 

Mit HUfe des LIGA-Verfahrens (Rdntgenlithogra- 
phie*Galvanische Abformung) wurde aus einer durch lo 
Synchrotronstrahlung von PMMA (Polymethylmetha- 
crylat) erzeugte Prim&rstniktur durch Galvanoformung 
aus Nickel ein Abformwerkzeug fOr die Kunststoff-Mi- 
kroabfonntechnik hergestellt Um die Auswirkung der 
Unterplattierung (sie auBert sich als feiner Metallsaum* is 
der in die freie Stniktur hineinragt und beim Abform- 
prozeB als unerwfinschte Hinterschneidung wirken 
kann) zu vermeiden, wurde eine geeignete Abfolge von 
Sub-^m- bis einige \xm dicken Metalizwisdienschichten 
aufgebracht, ehe die eigentliche Mikrostruktur galvani* 20 
siert und durch Galvanoformung zum Abformwerkzeug 
aufgebaut wurde. 

Eine dieser Zwischenschichten besteht aus Kupfer 
und dient nach der Galvanoformung des Abformwerk- 
zeugs als Trennschicht zur Abtrennung des Nickelteils 25 
vom Substrat, auf welchem die Unterplattierung ver- 
bleibt. 

Zur Entfemung der Kupferzwischenschicht wurde 
der Formeinsatz fOr einige Stunden bei Raumtempera- 
tur in der in Beispiel 1 beschriebenen Atzldsung behan- 30 
delt 

Die Endpunktkontrolle erfolgte wie in Beispiel 1 
durch die Verfolgung des Anstiegs der Kupferkonzen- 
tration. 

Zur IControlle der Nickeloberfliche wurde der Form- 35 
einsatz am Rasterelektronenmikroskop untersucht: die 
Nickelschichten zeigten keinerlei Korrosionsangriff. 

Anstelle von Ammoniumcarbamat kann auch ein Me- 
tall-, 2. B. Na-, K- oder Li-Carbamat verwendet werden. 

Ammoniak kann durch ein aliphatisches Amin oder 40 
ein aliphatisches Polyamin ersetzt werden. AuBerdem 
kann die Atzldsung ein nichtionisches, alkaliunempfind- 
liches Tensid zur besseren Benetzbarkeit enthalten. 



Patentansprtiche 45 

1. Selektive alkalische AtzlOsung fOr Kupfer oder 
Kupferlegierungen. enthaltend 

a) Metall- oder Ammoniumchlorit 

b) Metail- Oder Ammoniumcarbamat .50 . ^ 

c) Ammoniak oder aliphatisches Amih'oder* * . ' ''''S^ 
aliphatisches Polyamin. 

2. Atzldsung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine Chlorit-Konzentration im Bereich zwi- 
schen3g/lund90g/l. 55 

3. Atzldsung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine Carbamat-Konzentration im Bereich 
zwischen 50 g/1 und 250 g/L 

4. Atzldsung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch einen pH-Wert im Bereich von 9 bis 1 1, eo 

5. Atzldsung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie ein nichtionisches. alkaliunemp- 
findliches Tensid enthait 

6. Verwendung der. Atzldsung nach einem der An- 
sprQche 1 bis 5 zur selektiven Entfemung von K.up- 65 
fer oder Kupferlegierungen von einer Nickel-Un- 
terlage. 
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